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Neuer Weltrekord mit Supercomputer Cray XC40: Die CAE- und Multi-
physik-Software Ansys, das Hochstleistungsrechenzentrum der Universitét
Stuttgart (HLRS — High Performance Computing Center) und Cray haben
einen neuen Supercomputing-Weltrekord aufgestellt
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Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH présentiert sich
als Komplettanbieter rund um die Entwicklung, Beschaf-
fung und Bestiickung von Leiterplatten.

Sie bietet fiir Unternehmen aus den Bereichen Unter-
haltungs-, KFZ-, Medizin- und Industrieelektronik, Luftfahrt
sowie der Telekommunikation ein breites Produkt- und
Dienstleistungsspektrum.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de
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